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DESCRIPCION

Procedimiento para producir blancos de estafio utilizados para el revestimiento del vidrio por medio de
pulverizacion catédica por magnetron

CAMPO DE LA INVENCION

Esta invencion describe un nuevo procedimiento para su uso en la fabricacién de parejas de cobre-estafio
conocidos como "blancos" hechos de una placa de cobre que tiene unida metaldrgicamente una losa de estario,
desde la cual el estafio se consume durante su utilizacion en el revestimiento con 6xido de estafio (SnO) sobre
vidrio a través de la técnica de "pulverizacion catoédica por magnetron”.

ANTECEDENTES DE LA TECNICA

En la técnica actual, como se cita en el documento EP-A-0 787 818, la fabricacion de "blancos" con parejas de
metales se consigue ya sea mediante la fundicion del estafio en una plancha de cobre y solidificarlo sobre ésta, o
mediante la difusion de forma manual de una aleacion licuada con bajo punto de fusiéon tal como indio-bismuto en
la zona de unidn necesaria sobre la pieza calentada de cobre y después colocar el estafio en esa zona formando
asi una unién metalurgica entre los dos metales. Ambos procedimientos, que aun siguen siendo utilizados
comercialmente, difieren del procedimiento aqui propuesto tal como se describe en la "Descripcion detallada de la
invencion".

El documento EP-A-0 787 818 presenta especificamente un procedimiento particular de aplicacion para las
aleaciones de unién, independientemente de su composicion. Este procedimiento sugerido de aplicacion del
agente de unién es a través de un trozo de tela y/o un cepillo metalico. EI documento EP-A-0 787 818 establece el
uso de principalmente tres diferentes tipos de composiciones de aleaciones con baja temperatura de fusion, es
decir, por ejemplo en sistemas Bi-Sn, Bi-Sn-In-Cu y In-Sn sin expresar la posibilidad de una amplia variedad de
composiciones dentro de estos sistemas de aleacion, o la posibilidad de utilizar la aleacién de unién en forma de
lamina. El documento EP-A-0 787 818 no hace referencia a los problemas de salud que se involucran en la
aplicacion manual de este tipo de aleaciones metalicas fundidas y en la pérdida de tiempo por su aplicaciéon de una
manera bastante cruda. Tampoco el documento EP-A-0 787 818 expresa ninguna preocupacion en cuanto a la
homogeneidad del espesor de la aleacion de unién aplicada a las superficies.

El documento US-A-5 066 381 describe un nuevo procedimiento disefiado para eliminar las secciones utilizadas y
asi recuperar las piezas de desgaste de los blancos de pulverizacion catédica por magnetréon. La solucion
propuesta se centra en el disefio de blancos de pulverizacién catédica por magnetron en comparaciéon con
aquellos de disefio monolitico que, de alguna manera, ofrece un uso mas econémico de la pieza consumible de un
conjunto de blancos.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

El procedimiento aqui propuesto se basa en la colocacion de una lamina hecha de una aleacion de indio-estafio
entre las planchas de cobre y estafio y para formar una unién metaldrgica a temperaturas donde esta aleacion del
agente de union se funde. Mediante el uso de una lamina de aleacion de indio-estafio en lugar de sdlo indio
fundido, se pude utilizar una cantidad homogénea del agente de unién en la interfaz, logrando un ahorro
econdémico debido a la reduccion del uso de indio puro, y menor difusion de indio como contaminante en el lado del
estafio de la pareja de cobre-estafio que se va a utilizar para el revestimiento del vidrio, reduciendo asi la
contaminacién en el propio revestimiento de 6xido de estafio. Dado que la contaminacion estafio se reduce, la
contaminacion por porciones de sobras no consumidas de la plancha de estafio que se mecaniza y salen fuera de
la superficie de cobre, ya que la plancha de estafio no se puede agotar totalmente en el proceso, también se
reduce.

La configuracion necesaria de las planchas de cobre y estafio, y la lamina de aleaciéon de indio-estafio para la
unién propuesta por la presente invencion se presenta en los dibujos adjuntos, en los cuales:
La figura 1 es un aspecto esquematico de las partes de los blancos.

La figura 2 es una apariencia esquematica de la mesa de calentamiento que es necesaria para formar la
unién metalurgica entre el estafio y el cobre bajo compresion.
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Las planchas de cobre y estafio que se uniran se pueden producir inicialmente a través de la fundicion y luego
someterse a tratamiento de superficie. Como alternativa se pueden adquirir en la forma y dimensiones requeridas y
luego someterse a procesos de union. Las superficies a unir deben estar mejor preparadas que las otras a través
de un mecanizado fino. Una pasta de soldadura que esta cominmente disponible en el mercado se debe aplicar
manualmente sobre las superficies a unir como en forma de una capa fina. A continuacion, la lamina preparada a
partir de la aleacion de indio-estafio se coloca sobre la superficie de la plancha de cobre a unir. La plancha de
estafio con pasta de soldadura ya aplicada a su superficie de union se coloca entonces en la parte superior de la
plancha de cobre que esta cubierta con la lamina. Este conjunto de pares metalicos se lleva a continuacion a la
mesa de calentamiento una vez que esta caliente. Las planchas se presionan entre si mediante el uso de los
tornillos sobre la mesa de calentamiento. La compresion de las planchas entre si se logra mediante el uso de
tantos tornillos como sea posible. La tension aplicada en cualquiera de las posiciones de los tornillos es de entre 2
kg/cm? y 25 kg/cm?. El nivel de estrés que se aplicara depende del grosor de la lamina seleccionada y de la
temperatura de la unién por difusion. Si lamina es mas gruesa y se usan temperaturas mas altas la tension
aplicada puede mantenerse baja, de lo contrario se prefieren niveles mas altos. La temperatura maxima de
calentamiento, medida en la interfaz cobre-estafio, debe ser de entre 150 y 225°C y la duracion del calentamiento,
en funcién de la temperatura seleccionada, entre 1 a 20 horas. El periodo de calentamiento puede ser acortado
cuando aumenta la temperatura seleccionada y viceversa.

A medida que avanza el tiempo de calentamiento la lamina de aleacién de indio y estafio colocada entre las
planchas de cobre y estafio, se fundira primero y luego comenzara a endurecer como forma de un compuesto
intermetalico. Este fendmeno indica la finalizacion del proceso y dentro de 1 a 6 horas después de esta
observacion, el calentamiento se puede desconectar (este periodo se incluye en los tiempos de calentamiento
totales mencionados anteriormente). El enfriamiento debe realizarse, naturalmente, en la mesa de calentamiento.
No se debe aplicar ningun procedimiento de enfriamiento adicional.

La composicion de la lamina de indio-estafio utilizada en este proceso debe ser seleccionada entre 5% a 95% de
indio (nivel de estafio) y preparse en un crisol de ceramica o de carbono. La temperatura de fusién de la lamina
debe ser mas baja que la del estafio. Asi, la composicion de la lamina debe seleccionarse también con respecto a
la temperatura maxima de calentamiento preferida. Si la uniéon se debe hacer a temperaturas mas altas el
contenido de indio de la lamina puede ser cercano al nivel del 5%, de otro modo, que se aplica para temperaturas
mas bajas, se selecciona una relacion mas cercana a los niveles de 90%. La temperatura minima para la union
sobre la mesa de calentamiento se establece finalmente por la temperatura de fusién de la aleacién de aluminio,
como se indica en el diagrama de fase binaria In-Sn. La aleacion de indio-estafio preparada por fusiéon es
adecuada para la laminacion y puede ser sometido a laminacion en frio. El espesor de la lamina de aleacion de
indio-estafio que actuara como agente de uniéon entre las planchas de cobre y de estafio puede ser de entre 50 y
150 micras.

Dado que el metal indio es relativamente caro el espesor de la lamina puede ser preferiblemente fina. Sin
embargo, el espesor de la lamina elegida depende también de la temperatura de unién a emplear. Se prefieren
laminas mas delgadas para temperaturas de unién mas elevadas y viceversa.

Cuando el proceso de formacion de una unién metalirgica se completa después de la fusién y la transformacion
de la lamina entre las planchas de cobre y estafio en un compuesto intermetalico, mientras que en la mesa de
calentamiento, la plancha con las parejas de cobre-estafio se transfieren a la operacion de mecanizado para
preparacion final de la superficie y para dar otras modificaciones geométricas posteriores necesarias para las
conexiones en el lugar de servicio. Después de haber hecho los preparativos de la superficie a través de la
mecanizacion, el "blanco" esta listo para su entrega para que sea utilizado en el proceso de "pulverizacion catddica
por magnetrén”.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

1) Plancha de cobre

2) Plancha de estafio

3) Lamina de aleacion de indio y estafio

4) Capa delgada de pasta de soldadura se aplica sobre la superficie de unién de la plancha de cobre y la
de estano.

5) Mesa de calentamiento utilizada para calentar las planchas para formar la unién metaldrgica.

6) Mandriles de tornillo utilizados para comprimir las planchas de cobre y estafio juntas, mientras estan
sobre la mesa de calentamiento.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricacion de parejas de planchas de cobre-estafio conocidos como "blancos" hechos de
una plancha de cobre que lleva unida metalirgicamente una plancha de estafio, en la cual el estafio se consume
cuando se usa como revestimiento de 6xido de estafio (SnO) sobre vidrio a través de la técnica de "pulverizacion
catodica por magnetrén”, caracterizado porque la unién de las placas o planchas de cobre y estafio se consigue
empleando en su interfaz una lamina de aleacion de indio-estafio que tiene una temperatura de fusién mas baja
que el estafio, y creando una uniéon metalirgica por difusion con el ajuste necesario de los parametros de
temperatura, tiempo y carga.

2. Procedimiento para la fabricacion de parejas de planchas de cobre-estafio que se utilizan para el revestimiento
de las superficies de vidrio con 6xido de estafio (SnO) a través de la técnica de "pulverizacién catédica por
magnetrén” de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque los parametros para la creacion de la union
metaldrgica por fusién en la interface de las piezas de cobre y estafio de una lamina de aleacion de indio-estafio a
una menor temperatura de fusion que el estafio son los siguientes:

Temperatura: de 50 a 225°C;

Tensién aplicada en cada tornillo: de 2 kg/cm? a 25 kg/cm?,

Tiempo de calentamiento: de 1 a 20 horas;

Composicion de la lamina: de 5% en peso a 95% peso de Indio (nivel de estafio)

Espesor de la lamina: de 50 a 150 micras.
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